台灣半導體研究中心 異質整合製程組
快速退火系統 (RTA)
	一.系統簡介:
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系統規格及型號：快速退火系統
2. 機型： Premtek RTP-3615A
3. 規格： 
Item
1
晶片尺吋： 6吋1片/次 
2
溫度使用範圍：～800 oC (Thermocouple),

容許時間: T(500 oC ,10 min

         T(800 oC ,3 min
3
升溫速率：50 oC/sec for SiC holder  
 4
溫度均勻性：(1% for 6吋Wafer
二.特殊注意事項：
1. 以六吋晶圓為主，欲做破片者請事先與儀器負責工程師詢問。 

2. 為避免腔體污染，製程前需提供試片材質與退火溫度，須經設備負責人同意，方可使用，若違反上述規定，而造成機台污染或損害者，除停止其使用權利外，並將追究其相關賠償責任。 

3. 其它注意事項及實際開放狀況請參閱南區網頁公告。 


